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故障解析 技術の特徴

環境試験及び各種試験

最新鋭の分析技術と豊富な経験により、電子部品故障の発生原因究明を支援します。

“ものづくり”のベストパートナー

電子部品の故障解析技術

Cat.No 321J-105-00-101101

● 年間500件以上の故障解析実績。

● トラブルの原因究明を迅速かつ的確な結果としてご報告（中立的な第三者機関としてご活用ください）。

● 金属材料、有機材料を含め素材に関する専門知識を有した技術スタッフがあらゆる課題解析のお手伝いをいたします。

模擬試験や改良材評価などお客様のニーズに合わせたご提案を致します。

・はんだ濡れ不良
・はんだクラック
・搭載部品の故障
・コネクタ接触不良
・基板の製造不良
・基板・部品の焼損原因
・マイグレーション

初期不良／経時劣化の判断を含めて、
解析致します。

・環境試験
（ガス腐食、温度サイクル、恒温恒湿、プレッシャークッカー）

・微小荷重での引張、せん断強度試験
・はんだ濡れ性試験（メニスコグラフ）
・基板の曲げ耐久試験
・薄膜、小型材料の抵抗測定

上記以外にも多数の解析実績があります。
断面試料作製、パッケージ開封のみのご依頼も承ります。
お気軽にご相談ください。
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主な解析内容

解析事例

500μｍ

コンデンサ断面

500μｍ

ICのパッケージ樹脂
/チップ界面剥離観察

（超音波探傷装置による）


